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MODULE ELECTRONIQUE COMPORTANT UN COMPOSANT APPARENT SUR 
UNE FACE ET PROCEDE DE FABRICATION D'UN TEL MODULE 

La presente invention est du domaine des modules electron iques comportant un 
cxjmposant apparent sur une face et des precedes de fabrication d'un tel module. On 
5 entend ici par module un ensemble obtenu par une superposition de couches 
isolantes laminees presentant au moins une fenetre dans laquelle est insere un 
composant electronique. La face apparente du composant affleure la surface 
exterieure de la face du module. 

Le composant electronique apparent est defini ici comme un Element tel qu'un 
10 affichage, un capteur d'empreinte digitate, une touche a membrane, un module a 
contacts, une cellule solaire, un vibreur sonore ou tout autre element similaire. Ce 
composant peut etre connecte a un circuit electronique situe entre deux couches de 
matiere isolante constituant les faces du module. 

Le circuit Electronique situe a I'interieur du module est forme par un (telle qu'une 
15 antenne) ou plusieurs composants connectes entre eux servant a definir les 
fonctions du module. Par exemple, dans un module sous forme d'une carte de 
paiement sans contact, le circuit est constitue par une puce connectee a une 
antenne. De plus, il peut etre connecte a un affichage apparent sur une des faces de 
la carte permettant une visualisation de donnees contenues dans la puce telles que 
20 le montant disponible ou les debits effectues. 

Un module de ce type est assemble par le placement d'un circuit electronique sur 
une premiere feuille de matiere isolante comportant une fenetre dans laquelle est 
loge un composant electronique. Le circuit electronique est ensuite connecte au 
composant, puis le tout est enrobe en general d'une resine avant laminage d'une 
25 seconde feuille isolante venant se superposer a la premiere. Le module ainsi 
fabrique est un sandwich constitue par deux feuilles isolantes entre lesquelles se 
trouve le circuit electronique enrobe de liant. Sur une des faces exterieures du 
module apparaTt une face du composant electronique log6 dans sa fenetre. 

De nombreux modules fabriques selon ce precede sont rejetes lors du controle final 
30 de production car ils comportent des residus de resine de remplissage dans le 
voisinage de la fenetre ou est situe le composant electronique. En effet, par 



exemple, lorsque le contour de la fenetre est plus grand que celui du composant, la 
resine remplit I'espace laisse entre les bords de la fenetre et le composant et peut 
deborder sur la face exterieure du module. Dans d'autres cas, la structure du 
composant peut comporter des rainures dans lesquelles la rSsine peut s'infiltrer par 
effet de capillarite et souiller la surface du module. Un tel module est soit rebute, soit, 
il n6cessite une operation supplementaire de nettoyage afin d'6liminer les residus de 
liant. 

Le but de la presente invention est de pallier les inconvenients souleves ci-dessus 
afin de reduire le taux de rejet a la production. Un autre but est de minimiser les 
couts de fabrication tout en augmentant la rapidite du procede sans nuire a la quality 
des modules. 

Le but est atteint par un procede de fabrication d'un module electronique comprenant 
au moins une feuille isolante et au moins un composant Electronique ayant une face 
affleurant la surface exteme du module, caracterise par les etapes suivantes: 

poser la feuille isolante sur une surface de travail, ladite feuille comporte au 
moins une fenetre dans laquelle sera loge un composant electronique, 

inserer le composant electronique dans la fenetre de la feuille isolante, 

superposer un film de protection s'etendant dans une region recouvrant au 
moins le pourtour de la fenetre, 

- laminer i'ensembie prealabiement forme. 

Le film de protection est enduit ou constitu6 d'une substance adhesive qui est active 
soit a la temperature ambiante (substance auto-collante), soit activee sous I'effet de 
la chaleur et/ou de la pression. Par la suite, ce film de protection est appel<§ film 
adh6sif. 

Un premier role du film adhesif est de maintenir le composant dans la fenetre lors de 
manutentions de I'ensembie avant de poursuivre d'autres etapes de fabrication 
aboutissant a un module fini. 

L'ensemble ainsi obtenu peut etre complete par une 6tape supplementaire qui 
consiste £ laminer directement une seconde feuille isolante sur le film adh6sif, pour 
former la seconde face du module. Une autre possibility est de laminer un second 
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ensemble sur le premier de facon a ce que les faces comportant le composant se 
trouvent toumees vers I'exterieur. Le module final comporte ainsi un composant 
apparent sur chacune de ses faces. 

Suivant I'epaisseur du composant electronique, il est parfois necessaire de 
5 superposer plusieurs feuilles isolantes munies de fenetres de maniere a former un 
empilement d'epaisseur sensiblement egale a celle du composant. Le film adhesrf 
est ainsi place sur une surface devenue plane avant le laminage de la seconde 
feuille ou du second ensemble. 

Selon une variante, le film adhesif peut etre suffisamment deformable pour 
10 s'appliquer sur un composant plus epais que la premiere feuille isolante. Des feuilles 
isolantes supplemental sont ensuite empilees sur cet ensemble afln de 
compenser I'epaisseur du composant. 

D'autres etapes peuvent completer I'ensemble lorsqu'il s'agit d'inclure un circuit 
electronique connecte au composant apparent dans le module. Le circuit est pose 
15 dans une zone voisine de la fenetre contenant le composant, puis connecte au 
composant. Une matiere de remplissage est ensuite repartie sur le film adhesif, sur 
la feuille isolante et sur le circuit electronique avant le laminage d'une seconde feuille 
isolante recouvrant I'ensemble. 

Dans ce cas la seconde face du composant electronique dirigee vers I'interieur du 
20 module presente des plages conductrices de connexion permettant le soudage de 
conducteurs pour la liaison avec le circuit electronique. 

Un module assemble selon ce precede ne presente plus aucun residu de la matiere 
de remplissage sur la face autour du composant electronique. Le film adhesif bloque 
tout ecoulement dans les interstices se trouvant par exemple entre les bords de la 
25 fenetre et le composant. 

Selon une variante, le film adhesif peut recouvrir toute la surface de la premiere 
feuille isolante y compris la fenetre ou est loge le composant electronique 
empechant ainsi rinfiltration de matiere de remplissage. 

Selon une autre variante preferee, le film adhesif comporte une fenetre en regard 
30 des contacts electriques du composant electronique de maniere a faciliter le 



soudage des connexions au circuit electronique. Les dimensions de la fenetre sont 
par exemple limitees a la zone de la surface du composant correspondant aux 
plages de connexion. 



Selon une autre variante, la premiere feuille isolante est munie d'une cavite prevue 
pour positionner le circuit electronique. Dans le cas ou le film adhesif s'etendrait sur 
toute la surface de la premiere feuille, il epouse la forme de la cavite ce qui permet le 
placement du circuit. Ce type de realisation est en general effectue lorsqu'une 
epaisseur finale du module predeterminee doit §tre respectee dans le cas ou 
l'6paisseur du circuit serait plus importante. 

La presente invention a aussi comme objet un module electronique comprenant un 
assemblage de deux feuilles isolantes et d'un composant electronique, une premiere 
feuille isolante constituant Tune des faces du module comporte au moins une fenetre 
dans laquelle est loge le composant electronique, une face dudit composant affleure 
la surface de ladite premiere feuille et apparaft sur la face externe du module, et la 

,„ .ww.«,.^ wiigMtuoiik iouuc iawj uu niuuui«, uaiaciense en ce qu li 

comprend un film adhesif qui s'etend dans une region recouvrant au moins le 
pourtour de la fen§tre du composant et situe dans une region comprise entre la 
premiere feuille et la seconde feuille. 

[.'invention sera mieux comprise grace a la description detaillee qui va suivre et qui 
se refere aux dessins annexes qui sont donnes a titre d'exemple nullement limitatif, 
dans lesquels: 

la figure 1 represente une vue de dessus d'un module avec un composant 
Electronique insere dans une fen§tre de la feuille isolante, 

la figure 2 represente une coupe selon A-A du module de la figure 1 , 

la figure 3 montre une coupe d'une variante du module de la figure 1 avec un 
empilement de feuilles isolantes a fenetre, 

la figure 4 montre une coupe d'une variante d'un module ou des feuilles 
supplementaires sont empilees apres superposition du film adhesif sur le 
composant, 

la figure 5 montre une coupe d'un module dont chaque face comporte un 
composant apparent, 
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- la figure 6 represente une vue de dessus d'un module comportant un circuit 
electronique avant rapport du liant et de la seconde feuille isolante, 

la figure 7 represente une coupe selon A-A du module de la figure 5, 

- la figure 8 montre une coupe d'une variante du module de la figure 5 avec une 
5 fenetre dans le film adh6sif, 

- la figure 9 montre une coupe d'une variante avec une cavite dans la premiere 
feuille isolante. 

La figure 1 montre une vue de dessus d'un module electronique pose sur une 
surface de travail (1) qui comporte un composant electronique (3) tel qu'un affichage, 

1 0 une touche, un module a contacts. Le composant est insere dans une ouverture ou 
fenetre (4) pratiquee dans la feuille isolante en matiere plastique (2) dont le contour 
est adapte a celui du composant (3). La face du composant (3) en contact avec la 
surface de travail se trouve sensiblement au meme niveau que la face externe du 
module. Un film adhesif (5) recouvre la fenetre (4), le composant (3) et une zone de 

1 5 la feuille isolante (2) s'etendant autour de ia fenetre (2). 

La figure 2 represente une coupe selon I'axe A-A de I'assemblage de la figure 1 . 
L'epaisseur de la feuille isolante (2) attaint celle du composant (3) afin d'obtenir une 
face sensiblement plane apres laminage par pressage (P) a chaud ou a froid du film 
adhesif (5). 

20 Selon une variante illustree par la figure 3, plusieurs feuilles isolantes (2a, 2b, 2c) 
comportant chacune une fenetre (4a, 4b. 4c) peuvent etre empilees les unes sur les 
autres afin d'obtenir l'epaisseur souhaitable en fonction de celle du composant (3). 
Les contours des fenetres (4a, 4b, 4c) de chaque feuille (2a, 2b, 2c) coincident de 
maniere a s'adapter au contour du composant (3). La premiere feuille a fenetre (2a) 

25 constituant la face externe du module peut comporter un decor ou un marquage. Le 
film adhesif (5) est ensuite pose sur I'empilement (2a, 2b, 2c) de fagon a recouvrir au 
moins le pourtour de la fenetre (4c) de la demiere feuille (2c) de I'empilement. Le film 
adhesif (5) peut egalement s'etendre sur toute la surface de la feuille (2c). Une 
seconde feuille (9) externe sans fenetre peut etre ensuite laminee directement sur le 

30 film adhesif (5) pour constituer la seconde face du module pouvant egalement 
comporter un decor. 
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La figure 4 represente une variante avec un composant (3) plus epais que la 
premiere feuille isolante (2a). Un film adhesif (5) souple et deformable est pos6 sur le 
composant de maniere a s'etendre aussi sur le pourtour de la fenetre (4a) de cette 
premiere feuille (2a) od est loge le composant (3). Puis des feuilles supplementaires 
5 (2b, 2c) munies chacune d'une fenetre (4b, 4c) dont le contour coYncide avec le 
contour de la fenetre (4a) de la premiere feuille (2a) sont empilees. Uepaisseur de 
cet ensemble est sensiblement egale £ Pepaisseur du composant (3). Finalement 
une derniere feuille (9) sans fenetre constituant la seconde face du module est 
assemble sur I'empilement, couvrant au moins la face interne du composant (3). 
1 0 Dans cet exemple, le role principal du film adhesif est de maintenir le composant 
dans la fenetre de la premiere feuille dans le but de faciliter la manutention. En effet, 
ce premier ensemble feuille isolante a fenetre - composant - film adhesrf (2a, 3, 5) 
peut etre transports sur un autre emplacement ou seront effectuees les finitions 
consistant a assembler les autres feuilles (2b, 2c, 9) du module. 

15 La figure 5 illustre un module dont chaque face est munie d'un composant (3, 3 f ) 
apparent obtenu par superposition puis assemblage par collage de deux ensembles 
feuille isolante a fenetre - composant - film adhesif (2, 3, 5, 2\ 3', 5 f ), les faces de 
chaque ensemble munies du film adhesif (5, 5') etant en contact 

La figure 6 montre une vue de I'assemblage d'un module comportant un circuit 
20 6lectronique (6) connecte au composant electronique (3). Sur la surface de travail 
(1), la premiere feuille isolante (2) comporte une fenetre (4) ou est loge le composant 
(3) qui est muni de deux plages conductrices de connexion (13) sur sa face interne. 
La face externe du composant (3) comme celle de la feuille isolante (2) est en 
contact avec la table de travail (1). L'ensemble forme par le composant (3) et feuille 
25 isolante (2) est recouvert entterement par le film adh6sif (5) qui est muni d'une 
fenetre (10) a Tendroit des plages conductrices de connexion (13) du composant (3). 
Celles-ci sont ainsi entierement d6gag§es pour permettre le soudage des 
connexions (7) provenant du circuit electronique (6) pose sur le film adh6sif (5). 

La coupe de la figure 7 selon Taxe A-A montre la superposition des differents 
30 elements d'un module avant pressage ou laminage qui s'effectue selon les filches P. 
Le circuit electronique (6) est place sur le film adh6sif (5) a proximite de la fenetre (4) 
afin de faciliter sa connexion au composant (3). Ce circuit (6) peut aussi entourer le 
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composant (3) s'il s'agit par exemple d'une antenne de forme quelconque connectee 
a une puce, cette derniere serait placee a cote du composant. Dans d'autres cas, 
des portions du circuit (6) peuvent recouvrir partiellement le composant (3) lorsque 
par exemple la surface disponible devient faible & cause des dimensions exterieures 
5 importantes du circuit par rapport a celles du module. La position du circuit (6) est 
maintenue par adherence sur le film adhesif (5). Une couche de matiere de 
remplissage (8) est ensuite repartie si n6cessaire sur tout ou partie de la surface du 
film adhesif (5) et du circuit electronique (6). 

On entend par mattere de remplissage une substance sous forme d'une resine 
10 liquide ou pateuse, un film thermo-fusible ou encore un element poreux et souple qui 
peut etre enduit d'une substance adhesive (mousse, agglomerat de matiere 
plastique). Le r6le d'une telle matiere est de combler les creux et de compenser les 
reliefs de surface dus a Passemblage des divers elements du module. Suivant sa 
nature et sa composition chimique, cette mattere est capable de se solidrfier par 
15 exemple sous Taction d'un refroidissement, d'un echauffement ou d'un rayonnement 
UV. 

Finalement une seconde feuille isolante (9) constituant Tautre face du module est 
superposee puis pressee (P) sur la couche de remplissage (8). Chacune de ces 
feuilles isolantes (2, 9) peut comporter un dEcor sur leurs faces externes qui 
20 constituent aussi les faces externes du module. 

Le procede de fabrication d'un module comprenant au moins un composant 
Electronique (3) ayant une premiere face affleurant la surface externe du module, et 
une seconde face prEsentant des plages conductrices de connexion (13) et un circuit 
electronique (6) est caractErisE par les 6tapes supplementaires suivantes: 

25 - poser un circuit Electronique (6) dans une zone voisine de la fenetre (4) 
contenant le composant electronique (3), 

connecter les plages de connexions (13) du composant electronique (3) au 
circuit electronique (6), 

rSpartir une couche de mature de remplissage (8) sur le film adhesif (5), sur la 
30 premiere feuille isolante (2) et sur le circuit Electronique (6), 
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- superposer une seconde feuille isolante (9) sur la couche de matiere de 
remplissage (8), 

laminer I'ensemble prealablement forme. 

Ce precede debute par les trois premieres etapes correspondant a celles du precede 
5 de fabrication du module depourvu de circuit electronique (6) decrit plus haut. Les 
etapes supplemental concernent la mise en place du circuit (6), sa connexion au 
composant (3) apparent et son enrobage avec la matiere de remplissage (8) 
assurant sa protection et la tenue du module. 

Le film adhesif (5) joue a la fois le rale de protection du composant (3) et de la 
10 fenetre (4) contre les penetrations indesirables de matiere de remplissage (8), tout 
en maintenant le positionnement du circuit electronique (6) lors de I'assemblage du 
module. 

La figure 8 illustre une variante ou le film adhesif (5) comporte une fenetre (10) 
venant se positionner en regard des plages conductrices de connexion (13) du 
composant (3). Le contour de la fenetre (10) est adapte a celui de la zone de la face 
interne du composant (3) occupee par les plages de connexion (13). Par exemple, le 
contour de la fenetre (10) peut entourer un groupe de plusieurs contacts ou entourer 
chaque plage de contact individuellement. Le but de cette fenetre (10) est de laisser 
les plages de connexion (13) libres de toute substance pouvant entraver le soudage 
des connexions (7) pour relier le composant (3) au circuit electronique (6). La fenetre 
(10) est formee avant I'assemblage du film adhesif (5) sur la premiere feuille isolante 
(2) soit par etampage ou decoupage, soit par attaque chimique. 

Selon la variante illustree par la figure 7 oil le film adhesif (5) est exempt de fenetre, 
le soudage peut etre possible car certaines matieres constituant le film adhesif (5) 
25 s'evaporent completement a la chaleur du soudage sans laisser de depots sur les 
plages conductrices (13). 

La figure 9 illustre une variante avec une cavite (11) creusee dans la premiere feuille 
isolante (2) dont le contour s'adapte a celui du circuit electronique (6). Cette cavite 
est en general fraisee avant ou apres la formation de la fenetre (4) destinee a 
30 recevoir le composant electronique (3). La profondeur de la cavite (11) depend de 
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I'epaisseur de la premiere feuille (2) et de celle du circuit electronique (6) qui sera 
place et colle sur le film adhesif (5) qui garnit le fond de la cavite (11). L'epaisseur 
finale d'un module pouvant etre imposee par des normes ou par des contraintes de 
rapplication. la cavite (11) permet d'integrer un circuit (6) plus epais dans le module 
5 sans depasser la dimension prescrite. 

La cavite (11) peut egalement etre formee par une ou la superposition d'ouvertures 
dans une ou plusieurs feuilles intermediates (2b, 2c) empilees puis laminees sur la 
premiere feuille (2, 2a). Chacune de ces feuilles comprend egalement une fenetre (4, 
4a, 4b, 4c) pour le composant electronique (3), voir I'exemple de la figure 3. 

10 Selon une variante du precede de invention le film adhesif (5) peut etre pose dans 
une premiere phase directement sur la surface de travail (1). La fenetre (10) destinee 
a degager les plages de connexion (13) du composant electronique (3) est ensuite 
formee avant la mise en place du circuit electronique (6). L'ensemble film circuit est 
ensuite transfere vers un autre emplacement ou est disposee la premiere feuille 

1 5 isolante (2) munie de ia fenetre (4) contenant !e composant electronique (3). Les 
etapes de connexion du composant (3) au circuit (6), d'apport de la matiere de 
remplissage (8) et du laminage de la seconde feuille isolante (9) se succedent d'une 
maniere analogue a celle du precede precedemment decrit. Cette variante du 
precede permet d'accroTtre la rapidite de production des modules en beneficiant de 

20 la simultaneity des premieres etapes. Par exemple, I'etampage de la fenetre (4) et le 
fraisage de la cavite (11) dans la premiere feuille isolante (2) ainsi que le placement 
du composant (3) dans la fenetre (4) peuvent s'effectuer en meme temps que 
I'etampage de la fen§tre (10) dans le film adhesif (5) et le positionnement du circuit 
electronique (6) sur le film (5). 



REVENDICATIONS 



1. Proc6d6 de fabrication d'un module Electronique comprenant au moins une 
feuille isolante (2) et au moins un composant electronique (3) ayant une face 
affleurant la surface externe du module, caracterise par les etapes suivantes: 

poser la feuille isolante (2) sur une surface de travail (1), ladite feuille (2) 
comporte au moins une fenetre (4) dans laquelle sera logE un composant 
Electronique (3), 

inserer le composant electronique (3) dans la fenetre (4) de la feuille isolante 
(2), 

superposer un film de protection (5) s'etendant dans une region recouvrant au 
moins le pourtour de la fenetre (4), 

laminer Tensemble prealablement forme. 

2. Precede selon la revendication 1 caracterise en ce que le film de protection 
(5) est enduit ou constitue d'une substance adhesive active soit a la temperature 
ambiante, soit activee sous I'effet de la chaleur et/ou de la pression, ledit film de 
protection est appelE film adhesif. 

3. Procede selon les revendications 1 et 2 caracterise en ce que le contour de la 
fenetre (4) de la feuille isolante (2) est adapte au contour du composant Electronique 
(3). 

4. Procede de fabrication d'un module selon les revendications 2 et 3, le 
composant (3) Etant d'Epaisseur plus grande qu'une premiere feuille isolante (2a) et 
loge dans la fenetre (4a), caracterise en ce que plusieurs feuilles isolantes (2a, 2b, 
2c) sont empilees, les contours des fenetres (4a, 4b, 4c) de chaque feuille 
coTncidant, et I'epaisseur totale de Pempilement Etant sensiblement egale a celle du 
composant Electronique (3) loge dans les fenetres (4a, 4b, 4c) de chaque feuille (2a, 
2b, 2c), le film adhesif etant placE sur Pempilement (2a, 2b, 2c) en recouvrant au 
moins le pourtour de la fenetre (4c) de la derniEre feuille (2c) de Tempilement. 

5. ProcedE de fabrication d'un module selon les revendications 2 et 3, le 
composant (3) etant d'epaisseur plus grande qu'une premiere feuille isolante (2a) et 
loge dans la fenetre (4a), caracterise en ce que le film adhesif (5) est pose sur le 
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composant (3) de maniere a s'etendre aussi sur le pourtour de la fenetre (4a) de 
ladite premiere feuille (2a), des feuilles supplementaires (2b, 2c) munies chacune 
d'une fenetre (4b, 4c) sont empilees, le contour des fen§tres (4b, 4c) de chaque 
feuille coTncidant avec le contour de la fenetre (4a) de la premiere feuille (2a), 
I'epaisseur de I'ensemble des feuilles (2a, 2b, 2c) est sensiblement 6gale a 
I'epaisseur du composant (3). 

6. Precede selon les revendications 1 a 5, caracterise en ce qu'une seconde 
feuille isolante (9) est superpos6e puis laminee sur Tensemble forme par la ou les 
premieres feuilles (2, 2a, 2b, 2c), le composant Slectronique (3) et le film de 
protection (5), ladite seconde feuille isolante (9) constitue la seconde face du 
module. 

7. Proc6d6 selon les revendications 1 a 5, caracterise en ce qu'un second 
ensemble est constitue de maniere similaire au premier ensemble, ledit second 
ensemble est superpose puis lamine sur le premier ensemble, les faces de chaque 
ensemble munies du fiim de protection (5, 5 : ) etant en contact, ie module ainsi 
assemble comporte au moins un composant apparent (3, 3 1 ) sur chaque face. 

8. Proc§d6 de fabrication d'un module selon les revendications 1 a 5, le 
composant electronique (3) ayant une premiere face affleurant la surface externe du 
module, et une seconde face presentant des plages conductrices (13) de connexion, 
le module comportant en outre un circuit electronique (6), caracterise par les etapes 
supplementaires suivantes: 

poser le circuit electronique (6) dans une zone voisine de la fenetre (4) 
contenant le composant electronique (3), 

connecter les plages de connexions (13) du composant electronique (3) au 
circuit electronique (6), 

rSpartir une couche de matiere de remplissage (8) sur le film de protection (5), 
sur la feuille isolante (2) et sur le circuit electronique (6), 

superposer une seconde feuille isolante (9) sur la couche de matiere de 
remplissage (8), 

laminer Tensemble prealablement forme. 



-12- 



o a -* a • o « * 

» 0 ft • 9 O <3 O » • 
• ^ • 3 O • » • 



9. Precede de fabrication selon la revendication 8, caracterise en ce que, 
prealablement a ('application du film de protection (5) sur I'ensemble feuille isolante 
(2) et composant electronique (3), I'on place le circuit electronique (6) sur ledit film de 
protection (5) et Ton applique I'ensemble film de protection (5) et circuit electronique 
(6) sur I'ensemble feuille isolante (2) et composant electronique (3). 

10. Precede selon les revendications 8 ou 9, caracterise en ce que le film de 
protection (5) comporte au moins une fenetre (10) situee en regard de ou des plages 
de connexion (13) du composant (3). 

11. Precede selon les revendications 8 a 10, caracterise en ce que la premiere 
feuille isolante (2) comporte une cavite (11), le contour de ladite cavite (11) 
s'adaptant au contour du circuit electronique (6) qui sera place dans ladite cavite 
(11). 

12. Module electronique comprenant un assemblage de deux feuilfes isolantes (2, 
9) et d'un composant electronique (3). une premiere feuille isolante (2) constant 
I'une des faces du module comporte au moins une fenetre (4) dans laquelle est loge 
le composant electronique (3), une face dudit composant (3) affleure la surface de 
ladite premiere feuille (2) et apparaft sur la face externe du module, et la seconde 
feuille isolante (9) constituant I'autre face du module, caracterise en ce qull 
comprend un film adhesif (5) qui s'etend dans une region recouvrant au moins le 
pourtour de la fenetre (4) du composant (3) et situe dans une region comprise entre 
la premiere feuille (2) et la seconde feuille (9). 

13. Module electronique selon la revendication 12, caracterise en qu'il comprend 
au moins un circuit electronique (6) place entre les deux feuilles isolantes (2, 9) et 
connecte au composant electronique (3) sur des plages conductrices de connexion 
(13) situees sur la face interne du composant (3). 

14. Module electronique selon les revendications 12 et 13, caracterise en ce que 
le film adhesif (5) comporte une fenetre (10) en regard des plages conductrices de 
connexion (13) du composant (3), le contour de ladite fenetre (10) etant adapte au 
contour de la zone occupee par lesdites plages de connexion (13). 
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15. Module electronique selon les revendications 12 a 14, caracterise en ce 
qu'une couche de matiere de remplissage (8) s'etend entre les deux feuilles isolantes 
(2, 9) et recouvre tout ou partie du film adhesif (5) et du circuit electronique (6). 

16. Module electronique selon les revendications 12 a 15, caracterise en ce que 
les faces externes des feuilles isolantes (2, 9) constituent les faces externes de 
module comportent un decor ou un marquage. 
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ABREGE 

La presente invention concerne un precede de fabrication d'un module electronique 
et un module fabrique selon ce procede comprenant un assemblage de deux feuilles 
isolantes (2, 9) et d'un composant electronique (3). Une premiere feuille isolante (2) 
constituant Tune des faces du module comporte au moins une fen§tre (4) dans 
laquelle est log§ le composant Electronique (3), une face dudit composant (3) 
affleure la surface de ladite premiere feuille (2) et apparaTt sur la face externe du 
module. La seconde feuille isolante (9) constitue i'autre face du module. Le module 
est caracterise en ce qu'il comprend un film adhesif (5) qui s'etend dans une region 
recouvrant au moins le pourtour de la fenetre (4) du composant (3) et situe dans une 
region comprise entre la premiere feuille (2) et la seconde feuille (9). 

Le module peut egalement inclure au moins un circuit Electronique (6) place entre 
les deux feuilles isolantes (2, 9) et connecte au composant electronique (3) sur des 
plages conductrices de connexion (13) situEes sur la face interne du composant (3). 

Le but de cette invention consiste 3 eviter Tapparition de r6sidus indesirables sur la 
face externe du module dans le voisinage du composant (3). Ces residus provenant 
d'une infiltration de matiere de remplissage (8) a travers la fenetre (4) et/ou a travers 
le composant electronique (3) qui y est loge. 
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UnverarAienichss Example* 
Exemplatre invariable 
Esemplare Immutabile 
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Fig. 7 
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Fig. 8 




Fig. 9 



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning 
Operations and is not part of the Official Record 

BEST AVAILABLE IMAGES 

Defective images within this document are accurate representations of the original 
documents submitted by the applicant. 

Defects/n the images include but are not limited to the items checked: 

BLACK BORDERS 

□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES 
FADED TEXT OR DRAWING 

U BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING 

□ SKEWED/SLANTED IMAGES 
□ 



□ GRAY SCALE DOCUMENTS 

□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT 

□ REFERENCE^) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY 

□ OTHER: 

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY. 
As rescanning these documents will not correct the image 
problems checked, please do not report these problems to 
the IFW Image Problem Mailbox. 



